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ミクロパールは、均一な粒子径分布をもつ真球状の微粒子です

約40年の実績がある液晶パネルスペーサーで培った技術をベースに、
様々な用途にご提案致しております

特徴1. 豊富な粒子径ラインナップ

ミクロパールでは、粒子径が ３～110 μmの範囲で幅広く取り揃えております*

こんなときに） テープ、ガラスファイバー、加工条件等では厚み制御ができない、手間がかかるとお困りのとき

特徴2. 硬さラインナップ

ミクロパールでは、用途や要望に応じて硬さラインナップを取り揃えております*

こんなときに） 基板、配線等に傷をつけたくないとき・・・柔軟グレード
重量物を接着するのにギャップ性を均一に保持したいとき・・・硬質グレード

特徴3. 樹脂への分散性

ミクロパールでは、幅広い樹脂(エポキシ、アクリル、シリコーン等)に容易に分散できます

こんなときに） 粒子を使用しているが、樹脂中で均一に分散できないとお困りのとき

特徴4. 低汚染性

ミクロパールでは、液状物質との長期接触でも液状物質を汚染しません

ミクロパール™とは？
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ミクロパールは真球状のプラスチック粒子に機能性を付与する
ことが可能です

表面固着層処理

黒色化

金属めっき処理プラスチック粒子 ミクロパール

金属めっき(Au,Ni等)をコートし
たプラスチックコア粒子接着樹脂層を表面に付与した

プラスチック粒子

黒色顔料を分散したプラスチック粒子

その他、

ミクロパール入り接着剤
エポウェルGPもございます

ミクロパール™製品群
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ミクロパールAUは、ミクロパールSP/EXシリーズ（樹脂微粒子）に
金属メッキ処理を施した製品です。
表層に金属メッキ層を付与することにより、導電性や熱伝導性を付与することができます。
また、当社では樹脂微粒子の製造からメッキ処理まで、全ての工程を自社内で実施しております。

特徴1.  均一な粒径精度と単分散性

金属フィラーに対して、

特徴2. 樹脂微粒子由来の柔軟性と反発追従特性

特徴3. 低比重

電極

電極

樹脂コア
金属めっき膜

比重
Au ミクロパール™AU（Au/Niめっき）

19.3 1.3～6.5

※樹脂コア粒径、金属膜厚に依存

※

ミクロパール™AUとは？
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 積水化学独自の製造方法により、均一な粒子径(Cv)が可能に
 ギャップ性を損なう粗大粒子が少ない

Cv プラスチック粒子

約 3% EX series

約 5%
SP series
GS seires

Cv
(約5%)

Cv
(約3%)

【ミクロパールグレード一覧】

プラスチック粒子技術とラインナップ
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復
元
率

硬さ

柔軟
Type

超柔軟
Type

標準
Type

硬質
Type

 プラスチック粒子と金属膜の制御で硬さ・復元率の調整が可能

※粒径ラインナップは品種によって異なります。 ご希望・ご要望がありましたらご相談ください。

粒子硬さ制御技術とラインナップ
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 表層の金属メッキ層により、導電性と熱伝導性を確保
 メッキの種類は、用途に応じて選択可能（メッキ種組合せも応相談）
 粒子サイズ（3.0～110um）やコア粒子の種類も変更可能

＜メッキ種ラインナップ＞

※開発グレードとしてCu, Sn, Sn/Inの検討実績あり

メッキ技術とラインナップ
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 メッキ処理技術により、粒子表面に突起の形成が可能(メッキ種問わず)

Flat Spike

【期待効果】

Electrode 

Oxide layer 

表面の突起により、ﾍﾟｰｽﾄやﾃｰﾌﾟの
樹脂ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰや電極表面の酸化膜を
突き破ることで、低抵抗/高信頼性を実現

IC  : 1.8mm×20mm,AU-plated bump 30μm×85μm

Glass : ITO Pattern,  t=0.7mm

Bonding Condition : 180℃,80Mpa,10sec

Measurement  : Current input 1mA, 30ch
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Conductive Test

突起形成技術
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金属種 形態 比重

Ni
金属粉 8.9

ミクロパールAU 1.9

Au
金属粉 19.3

ミクロパールAU 2.2

※樹脂コア10μｍでの参考値。
※上記は規格値ではありません。粒径・金属膜厚で変化します。

 金属粉に比べ低比重のため、複合材料中での沈降抑制、材料軽量化が可能

金属粉との比重比較
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項目 代表値 試料形状 測定方法

ミクロパール
SP

比重 1.19 製品 定容積膨張法

熱膨張係数[/℃]
5.2×10-5

(30-60℃)
板 TMA

熱分解温度[℃] 330 製品 TG/DTA,空気中

体積抵抗率[Ω・cm] 3.6×1014 製品(3μ) 微小圧縮測定器

誘電率
2.9

(103 Hz)
板 JIS K6911

誘電正接 0.02 板 JIS K6911（板）

耐薬品性 水 0.5 % 板 20℃・10日

(重量増加分)   NaOH -0.2 % 板 1/10 N

HCl 0.4 % 板 1/10 N

アセトン 1.0 % 板 100%

IPA 1.1 % 板 100%

含有イオン
検出限界

Na, Fe (≦2ppm) 
K, Ca, Cl (≦1ppm)

製品
原子吸光光度法

ミクロパール
AU※

圧縮弾性率[kg/mm2] 3460 製品
圧縮試験装置

20℃

体積抵抗率[Ω・cm] 6.0×10-5 製品(3μ) 微小圧縮測定器

熱分解温度[℃] 474 製品 TG/DTA,空気中

※ミクロパールSPにNiメッキ。
これらの特性値は参考値であり規格値ではありません。
製品（粒子）で直接測定出来ない項目はミクロパールと同じ化学組成をもつ試験片をもって特性値としております。

ミクロパール™AU基本物性
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最後に

ご相談はこちら

https://www.sekisuichemical-hppc.com/contact/

